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|alargamiento considerable de la operacidén de ataque, re-

El presente invento se refiere 2 un método de
fabricacibn de circuitos impresos que tengan orificios
metallizados., La metalizacidn de los orificios para fijar
componentes a los circuitos impresos proporciona una re-
sistencia mecdnica de la conexibn que es considerablenmen-
te mayor que la de una soldadura hecha sobre un cabieado
impreso dispuesto Unicamente sobre una de lag caras del
substrato aislante. Si el cableado estd dispuesto en am-
bas superficies del substrato aislante, la metalizacidn
de los orificios puede establecer uno o mds contactos en-
tre ambos cableados.

| Se hén propuesto varios métodos de fabricacidn
de tales circuitos. Despuds de la metalizacibn quimica
de las paredes de los orificios se aplica a ellas una ca-
pa de cobre por medios galvanotécnicos. Como el resto del
circuito no estd protegido durante esta operacidn, se pro-
duce un considerable incremento en el espesor de cobre de
le parte plana del circuito. Este incremento es incluso
mayor que el sspesor de cobre depositado en los orificios
ya que éstos estdn en posicidn menos Ffavorable respecto
del 4nodo.

El incremento en espesor del cobre sobre la
parte plana del circuito, significa no sbélo pérdida de

este metal sino que requiere tambidn posteriormente un

duecidndose al mismo tiempo la precisidn de ésta operacidn.

Por consiguiente, es nefesario proteger la con-
figuracidn del cableado durante la metalizacidn de los
orificios.

Un método descrito en la memoris de patente in-—
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glesa 854,881 proporciona la aplicacidn de una capa ais-
lahte al cableado impreso, perfordndose dicha capa en
los puntos de los orificios en el substrato del circuf-
to, cuyas paredes han de metalizarse. Sobre esta capa se
dispone luego una capa conductora que ha de servir de eleg

trodo durante la posterior metelizecidn de las paredes de

cibén de esta cazpa y de la capa conductora son complice~—
das y diffciles. Ademds la naturaleze de la primere ca- :
pa2 no presenta suficiente adherencia para eviter infil- :
traciones y deterioro del cableado impreso.

Uno de los objetos del presente invento es evi-
tar estas desventajas y proporcionar un método sencilo y
econémico que tiene numeroses ventajas.

De acuerdo con el invento, el método de fabri-
cacidn de cableados impresos que tengan orificios metali-
zados en el que después de la aplicacién del cableado al
substrato se metalizan las peredes de los orificios, estd
caracterizado porque el substrato con el cableado estd
provisto de una capa eléctricamente conductora, a la que
luego se aplica unz pelfcula eléctricamente aislante,
tras lo cual son punzonados los orificlos y sus paredes
metalizadas por electrolisis, elimindndose luego la peli-
cula eléotricamente aislante y la capa eléotricamente'cog
ductora.

51 se desea un acabado formado por una caps de
un metal distinto del couwre, puede eliminarse la laca de~
positada sobre los conductores después de la metaliza-
cibén y del refuerzo electrolitico de los orificios, per-—

maneciendo sin embargo los conductores conectados a la
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capa provisional por sus bordes, obteniéndose dicho aca-
bado por una deposicidn electrolitica arbitraria.

La cape conductora provisional puede estar for-
made por una capa conductora de laca aplicada por inmer—
gibn o pulverizacidn. Puede octenerse tambidén por la re—
duceidn de una sal de una solucidn de‘la milema, por ajem—
plo, por deposicidn quimica de cobre. La evaporacidén en
vaclo permite también obtener éste depdsito conductor.

La pelicula aislante que protege la capa con-
ductora provisional puede estar formada por una laca apli—‘dA
cada por immersidn o pulverizacibn. Puede ser tambidn J
una pelfcula aﬁtoadherente. V

Con objeto de evitar la metalizacidn de la peli-
cula aislante, se puede afiadir un agente hidrdéfobo o bien
aplicar a diche pelicula una delgada capa de agente hidré
fobo. _

Se describirdn shora los posibles métodos me-
diante ejemplos no limitativos.

7 EJEMPLO I

1. A una lémina estratificada formada por co-
bre (35 )-papel duro (1,5 mm)-cobre (35M, se aplica por
serigrafia sucesivamente en ambas caras una tinta adecua-

da en un trazado correspondiente al cableado deseado. las

partes de cobre a conservar quedan emmascaradas por la

tinta.
2. Las superficies no cubiertas del cobre se
eliminan por ataque en una solucidn de cloruro férrico,
3. La tinta de enmascaramiento es eliminada
por disolucibén en un disolvente.

4. Se cubren las dos caras de la ldmina estra—




10

15

20

25

30

tificade de una delgada cape de aluminio por evaporacidn
eﬁ vacio. ,

5. De lémina se sumerge en wna laca transpa-
rente de glicerolftalato que se endurece, después de se~
cado, por tratamiento térmico.

| 6. Después de endurecida, se sumerge la ldmina-
‘en une solucidn de estearato de aluminio en tolueno de |
una concentracién de 3g./litro., Se seca luego la lémina.

T. Se taladran los orificios en los puntos de-
seados. Esta operacidn puede realizarse visualmente, ya
gue la posicidn del taladro queda determinada por el re-
lieve del circuito atacado.

8. Se sumerge la ldmina en una solucién de la
siguiente composicidn:

0,1 g. de PaCl,
3 ml. de HCL(36%)
completdndose hasta un litro con agua.
Se sumerge luego la ldmina en una solucién de
la giguiente composicidn:
5,1 8. de SnCl,
3,2 ml. de HCL(36%)
completdndose hasta 1 litro con agua.

De esta forma se aplican micleos de paladio,
especialmente también sobre las paredes de los orificios.

9. Se sumerge luego la lémina en una solucidn
de la siguiente composicibne

38 g. de tartrato Na-X,
8,3 g de NaQH
5,8 g de CuS0y.5H,0

125 g, de 4cido de etilenodiamino te-
traacético.
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34 ml, de formaldehido(solucidn él 4095
completdndose haste 1 litro con a.gue.

Se forma un depbsito de cobre de un espesor
de 10 décimas de micra sobre las paredes de los orificos.

10. Se deposita cobre por electrolisis sobre
las paredes de los orificlos, eligiéndose la duracién
de la operacidn y la densidad de corriente de Fforma que
se obtenga, por ejemplo, un espesor de cobre de l%/&. La |
corriente es suministrada por un contacto eldctrico situa-
do cerca del borde de la lémina mientras que la capa de
aluminio proporciona una conexidn eldctrica excelente
entre dicho coatacto y el cobre en los orificios.

1l. Se elimina la laca de glicerolftzlato su-
mergiendo la ldmina en tricloroetileno,

12. Finalmente, se disuelve la delgada qépa de
aluminio en una solucién de sodio.

EJEMPLO IT

1. A una ldmine estratificada de cobre (35/0 ¥
deAresina epoxfdice reforzada con fibra de vidrio (1,5mm)
se aplica por impregnacién wna laca fotosensible que se-
ca luego.

2. La cara recubierta de cobre de la 1ldmina
se pone en contacto con un negativo fotogrdfico que co-
rresponde al cableado deseado, exponiéndola a la luz a
través de dicho negativo.

3. Se revela la laca fotosensible de modo que
se deja dnicamente una capa de laca polimerizada en los
ﬁuntos en los que debe conservarse el cobre.

4. Tas superficies no cubierfas del cobre se

eliminan por ataque en una solucidn de cloruro férrico,
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5. La laca polimerizade se elimina por cepilla-
do despuds de impregnacién con un agente de esponjamienw
to.

6. Se impregna la lémina con una soluocién sen-—
igibilizante y luego con una solucidn para la deposmoidn
iquinice de cobre segin se ha descrito en el ejemplo I, pd

rrafos 8 y 9. -
7. Se sumerge la lémina en una laca de silicio

'que luego se seca. s

i
J
!
i

8. Se somete el cireuito a las operaciones de

taladrado y metalizacidn de los orificios segin se ha des;‘

e !

crlto en el ejemplo I, pdrrafos 6, 7, 8, 9, 10. Se sumi- 5 \

‘nistra corriente & los orificios en este caso a través de . wavr

¥

‘la delgada capa de cobre que cubre todo el circuito. ! azﬁ'k
9. Se elimina la laca de silicio por cepillado . . . -
;de la cara que incluye el cableado. LA

.i

!

10. Se elimina la capa de cobre obtenida por

medios quimicos de la cara visible por un ligero ataque

' con una solucibn de cloruro férrico.

i
L
H
i

Se elige la duracién de la operacidn de manera

'a eliminar un espesor de cobre del orden de %ﬁ\; El espe—é

:sor del cableado y de la capa de cobre en los orivicios

éno queda asi reducido apreciablemente.

11, Se depositan aproximadamente 5Mde niquel

gelectroliticamente. Se suministra corriente a los orifi-

;cios ¥y al cableado derde un contacto situado cerca de un

Eborde de la ldmina a través de la fina capa de cobre de

fla cara opuesta a la de cableado, Esta capa no estd cu-

_bierta por el nfiquel, ya que estd enmascarada por la laca

de silicio.
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12, Se elimina la laca de la capa de cobre por

esponjamiento en un disolvente apropiado, seguido de ce~

pillado.

13. Se disuelve la capa de cobre depositada

s

ipor la operacidn 6 sin atacar el niguel, sum;rgiendo la
glémina en upa mezcla de deido crémico y deido sulfrico. '
g La presente solicitud que corresponde a la pre—;
gsentada en Francia con fecha 20 de enero de 196%, bajo T

;

;el n? 91,975, se acoge a los beneficios del articulo 51
idel Qigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

1
H
H
H .

. Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de la presente solicitud
de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE sfios, son
los-siguientes:

B 1.~ Un método de fabricacidn de circuitos im- |
presos que ‘tengan orificios metalizados, en el que des- §
pués de la aplicacifn del cableado al subsirato se meta- :
lizan las paredes de los orificios, y que estéAcaracteri—g
zadorpofque el substrato con el cableado estd provisto deg
una capa eléotricaménte conductora, a la que luego se :
apiica una pelicule eléctricamente aislante, tras lo ouélé
son punzonados los orificios y sus paredes meﬁalizadas 3

por electrolisis, elimindndose luego la pelfcula eléctri—f

camente aislante y la capa eléctricamente conductora.
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2.~ Un método como el reivindica66 en la rei-

i vindicacidén 1, caracterizado porque se aplica una pell-

P cula eléctricamente aislante, que tiene propiedades hi-
édrdfobas.
? 3.~ Un método como el reivindicado en la rei-
gvindicacidn 2, caracterizado porque la pelicula eléctri-
?camente aislante estd provista de una pelicula hidréfo- .
e, |

; ~ 4.- Un método de fabricacidn de circultos im-
i

. presos.

H

‘tecede y para los fines que se han especificado.

!
tag & mdquina por una sola cara.

14 FEB. 568
Medrid,

PQAI
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; Tal y como se ha descrito en le Memoria que an~

La presente liemoria consta de nueve hojas esecri &

. o \Eha 5
=3
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